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Durchgängiges  

Entwicklungskonzept

Bildquellen: efm-systems

3-Stufen Konzept ïModularität/Funktionsbausteine in: 

ÁHardware

ÁSoftware 

EasyKit
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EasyKit
Entwicklungsmethodik für mechatronische Systeme
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EasyKit

Stufe 1

Funktionsmuster

Bildquellen: efm-systems

Ziel: Rapid Engineering ïschnell zum Funktionsmuster

ÁEinfacher Aufbau

ÁViele verfügbare Funktionen

ÁWiderverwendbarkeit der Funktionen

ÁHardware-/Software Co-Design



EasyKit

Bausteinaufbau und

Schnittstellen

ÁLage der Anschlüsse sowie funktionale Belegung definiert

(VDMA-Einheitsblatt)

ÁElektrische Schnittstellen herstellerübergreifend erprobt

ÁFertigungstechnologie und Bausteinaufbau

herstellerspezifisch

Bildquellen: efm-systems
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Stufe 1 ïVerbindung

Funktionsmuster

Bildquellen: efm-systems

ÁSteckverbindung

ÁEinfach zu handhaben

ÁWieder lösbar

ÁViele Steckzyklen



Stufe 1 + 2

Bausteine und Platinen
Beispiel: Prozessorbaustein CPU3.x

Bausteine sind beschaltet u. enthalten komplette Funktionalität 

ÁPIC 18F2520

ÁTaktgeber, Reset-Funktion

ÁSchnittstellen: RS232 oder RS485, SPI

ÁBaugröße: 12,5mm x 12,5mm

Bildquelle: efm-systems
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Stufe 2

Bildquellen: efm-systems

Ziel: Systemaufbau für Test und Kleinserie

ÁWiederverwendung der Funktionsgruppen und der 

Software

ÁEinfach und zuverlässig montierbar

ÁSchneller Übergang von Stuf e 1 zu Stufe 2

ÁGeeignet für 1...100 Stück

ÁEigene oder andere marktverfügbare Komponenten 

können integriert werden
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Stufe 2

Basis

Bildquellen: efm-systems

Direkter Systemaufbau aus Funktionsträgern und 

Komponenten

ÁFunktionsträger und Komponenten einzeln verfügbar

ÁReduzierung der Bauelemente und Schnittstellen

ÁKonventioneller Leiterplattenaufbau

ÁHilfsvorrichtung für Fertigung verfügbar



Bildquellen: efm-systems

Stufe 1 + 2

Entwicklung + Fertigung

Hardware/Elektronik

ÁBasislayout verfügbar (Eagle)

ÁSchaltung einfach integrierbar

ÁInterner Bus an Außenseiten einfach verlötbar

ÁEmpfehlungen für Ausfräsungen und Nutzenanordnung

ÁEmpfehlungen für Leiterplattenhersteller

ÁBauelemente und Funktionsträger verfügbar

EasyKit


